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Die Funkenerosion als Prozess mit thermischer Hauptwirkung
Teilprojekt FO2/EDM — Dr.-Ing. Andreas Klink
. . N
Zielsetzung und Vorgehensweise
Das Ziel des Teilprojektes FO2/EDM ist eine umfassende Modellbildung der thermo-physikalischen Zusammenhénge des
Funkenerosionsprozesses. Aufbauend auf diesen Modellen soll eine Prozesssignatur fir den Funkenerosionsprozess
erstellt werden, die die resultierenden Modifikationen der Bauteilrandzone mit den Beanspruchungen infolge der
thermischen Last beschreibt. Dazu werden verschiedene numerische Modellierungsanséatze verwendet, um die
Werkstoffbeanspruchung aber auch in Teilen die Modifikationen abzubilden. Ein Grof3teil der Modifikationen wird in
L Kooperation mit den charakterisierenden Teilprojekten experimentell ermittelt. )
(" Aktueller Kenntnisstand )

Es wurde ein Modell entwickelt [1], welches die g 500 60
Werkstoffbeanspruchung in Folge thermischer Last in Abhangigkeit S5 400 E
von den ProzessstellgréRen fir eine Einzelentladung bestimmt. EJgg’ 200 40 5%
Erste Untersuchungen deuten daraufhin [2], dass die .%g g%
Beanspruchung der Einzelentladung entscheidend fir die ég 200 1 =
Modifikationen der Werkstoffrandzone ist. Das Modell wurde §§ 100 | LIAS 10 20 & 10 20 <§
anschlieend mit Hilfe von metallurgischen Untersuchungen in E W t, /1520 20 20 50 50 50
Kooperation mit CO2/Elektronenmikroskopie validiert [3]. 0500 v 1000 ‘ 1500 2000 2560
Basierend auf dem Modell der Werkstoffbeanspruchung konnte Max. Temperatur T/ K

eine Prozesssignaturkomponente (PSK) fiir die Modifikation der Beanspruchung (Sim.)

Eigenspannung erstellt werden (Bild rechts). Bild: Prozesssignaturkomponente der Eigenspannung

~ g% ¢ ¢4 MitHife der Phasenfeldmodellierung konnte die Mikrostrukturentwicklung
£ % @ wahrend des Funkenerosionsprozesses modelliert werden [4]. Die
gg Ergebnisse miindeten in einer weiteren Prozesssignaturkomponenten,
35 20 P L4 welche den Restaustenitanteil in Abhangigkeit von der Beanspruchung
% g infolge der thermischen Last wiedergibt (Bild links). Dartber hinaus wurde
=9 [T = 1700 K die Wirkung von Mehrfachbeanspruchungen fur den
© 1%)(103 10t 5105 sa0e Funkenerosionsprozess analysiert. Bei der mehrstufigen Beanspruchung
Temperaturanderungsrate / K/s (Schruppen » Schlichten) deuten die Ergebnisse daraufhin, dass die
Beanspruchung (Sim.) ortaufgelésten maximalen Eigenspannung der einzelnen Prozessstufen

Bild: Prozesssignaturkomponente des den endgultigen Eigenspannungsverlauf bestimmen.
L Restaustenitanteils )
[ Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen )

Fur zwei wichtige Modifikationen wurden bereits PSKs ermittelt. Auch die Mehrfachbeanspruchung in der Funkenerosion
konnte in das Konzept der Prozesssignatur integriert werden. Untersuchungen zu Mehrfachbeanspruchung bei
Prozessketten sind bereits durchgefiihrt, jedoch werden diese aktuell noch ausgewertet. In der Folgenden Férderperiode
soll der Fokus auf die funktionalen Bauteileigenschaften und deren Zusammenhang mit den Modifikationen der Randzone
L gelegt werden, um die Vision der funktionalen Bauteilauslegung weiterzuentwickeln.
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